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2025年 上半年度法人說明會

簡報者
簡報註解
2025年 上半期法人説明会を開催します。
本日はお忙しい中お集まり頂き、誠にありがとうございます。
まずはNCCI側の参加者を紹介をします。董事長の三好です。本日は弊社の重慶工場より参加しております。
私、財務長の澄川と申します。本日、資料の説明を行わせて頂きます。（次のページ）



聲明
本簡報與其發佈之相關消息, 包括公司內部與外部來源所取得的預測性資訊, 具
有不確定性風險。實際結果可能與這些預測性資訊的評估有所出入。

簡報中對未來的展望係本公司截至目前的看法。未來這些看法若有任何變更或調
整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。
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簡報者
簡報註解
免責事項になります。（次のページ）



• 公司簡介

• 重點發展：市場、產品與競爭優勢

• 1H, 2025 財務結果

• 問與答 (Q & A)
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議程

簡報者
簡報註解
本日のアジェンダです。
会社紹介、上半期の財務結果、今後の市場/製品、そして最後にQ＆Aセッションを行います。（次のページ）



公司簡介 公司概況
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• 董事長暨執行長: 三好昭宏

• 創設日期:  1973年12月14日

• 股票上市: 代號6230

• 主要股東:

Nidec 持股達 86.30% (2025年7月)

• 實收股本: 863,434 仟元

• 公司地址: 新北市三重區中興北街184-3號

• 主營業務: 散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板

• 海外工廠及辦公室

簡報者
簡報註解
会社紹介になります。
昨年9月より董事長が変更になった以外に変更はございません。（次のページ）



海外工廠及辦公室
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簡報者
簡報註解
弊社の海外工場とオフィスです。
台湾本社に加えて、海外工場は3拠点、中国・昆山、中国・重慶 および ベトナム ハノイです。
また、アメリカには営業拠点として、テキサスのオースティンとカリフォルニアのサンノゼはあります。
こちらも変更はございません。




尼得科超眾-核心競爭能力

1

專業熱技術團隊與持續創新

擁有跨散熱模擬、材料開發與製程優化的專

業團隊，研發Heat Pipe、Vapor Chamber、

3D VC、超薄熱管及水冷模組。透過與國際

客戶聯合開發，快速應對AI、HPC等高熱通

量應用，保持技術領先。

2

集團資源整合與全球佈局

與Nidec集團協同開發風扇與水冷零組件，製

造基地遍及台灣、昆山、重慶，具大規模模

組化生產與完整測試能力，支援AI伺服器、

網通及終端產品散熱需求。

3

市場導向產品線與客製化能力

產品覆蓋10W NB至10kW AI Server，Slim VC、3D VC、超長及大直徑熱管已量產，
產品藍圖與AI/HPC/伺服器市場成長高度契合。
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散熱核心技術

5G : 網通

遊戲

車用 (EV)

PC : NB/DT

可攜式通訊

重點發展目標市場
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HPC高效能運算

簡報者
簡報註解
NCCIのビジネスがカバーする市場です。
今までは全方位戦略で、これらのすべての市場に対し製品を供給して行くという体制を取っておりました。
しかし、昨年からPC製品をベース、今後も市場が伸びて行く、サーバーやネットワーク製品に力を入れています。
このページではより上側の市場にフォーカスしているということです。（次のページ）







經營實績 營收占比
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簡報者
簡報註解
売上の製品毎の比率です。
前のページで説明させて頂きました重点市場の推移をグラフにしております。
NCCIの屋台骨はPCです。売上の約半分をPCで稼いでいます。
最近の変化としては、昨年からゲームが大きく比率を落とす一方で、サーバーとネットワーク製品の比率が伸びています。
繰り返しですが、全方位戦略から転換、成長著しいサーバーとネットワークの市場に注力していることが、数字からも窺えるかと思います。（次のページ）
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Workstation
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NCCI 散熱產品線
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LCM

3D VC

Nidec

NCCI

Tablet/Laptop

Nidec NCCI

簡報者
簡報註解
ニデックとNCCIのサーマル製品の一覧です。
図の横軸は製品用途、縦軸は散熱性能ですが、ニデックとNCCIで製品の棲み分けが出来ています。
ニデック本体はデータセンタ向けのCDUなど、水冷を使った高ワット帯の製品を主に扱っています。一方でNCCIは100W前後の低ワット帯、ヒートパイプやベイパーチャンバーを使ったヒートシンクモジュールなどを扱っています。
真ん中にある水冷向けLCMについては、ニデック本体と一体となって開発しています。なお、LCMの生産については、中国の昆山工場が担っています。（次のページ）





Thermal Solution for Al Laptop
D6/D8 Heat pipe Solution CPU+GPU 25~60 Watts

應用 : 筆記型/桌上型電腦

Thermal Solution for Gaming Laptop
Slim VC (1.4mm≤ t ≤2.5mm) CPU+GPU 90~220

Watts

Thermal Solution for AIO & Desk Top Laptop
D6/D8 Heat pipe Solution CPU+GPU 35~65

Watts

Thermal Solution for Al Laptop
D10 Heat pipe Solution CPU+GPU 25~80 Watts

Thermal Solution for Gaming Laptop
Slim VC (1.2mm≤ t ≤3.0mm) CPU+GPU 90~280

Watts

Thermal Solution for AIO & Desk Top Laptop
D10/D12 Heat pipe Solution CPU+GPU 35~95 Watts

Big diameter Heat pipe
for CPU & GPU
Heat pipe diameter : 8mm ➔ 12mm

Big diameter Heat pipe
for CPU & GPU

Heat pipe diameter : 6mm ➔ 10mm

Slim VC Solution
for CPU & GPU
VC thickness : 1.4mm ➔ 1.2mm

AI人工智慧產品現在 未來
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簡報者
簡報註解
ここからは弊社の製品群ごとに今後の技術的な深化を簡単にご説明します。
お客様からの製品に対する要求は年々高くなっており、散熱性能の向上はもちろん、同時に軽薄短小、軽く、薄く、短く、小さく という要求にミートして行く必要があります。
本ページではPC分野における、今後の弊社の製品動向を記載しております。いずれも開発、量産済みです。
写真上から、大径ヒートパイプ、スリムVC、3つ目も形状の異なる大径ヒートパイプです。これらの採用により散熱性能の向上が実現しました。（次のページ）




Hi-Power 3D VC Thermal Solution
for AI Server 
High power : 700W➔ 1000W

Long Heat pipe for Cloud Server
CPU solution : 500W ➔ 1000W
Heat pipe length : 400mm ➔ 600mm

Big diameter Heat pipe for Next 
generation server CPU
CPU solution : 600W ➔ 700W
Heat pipe diameter : 8mm ➔ 10mm

Two CPU solution : Total 1000W
Heat pipe length > 600mm

D10 Heat pipe, CPU>700WD8 Heat pipe, CPU<600W

GPU>1200WGPU=700W

One CPU solution: 500W
Heat pipe length < 400mm

應用 : 伺服器

現在 未來
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簡報者
簡報註解
同様にサーバー向けの製品です。
写真上から、ロングヒートパイプ、大径ヒートパイプ、3つ目が3DVCです。
これらにより高ワットのCPU,GPUにも耐えうる性能を実現しました。（次のページ）



VC Solution for Network Card
VC : 10W ➔ 25W

Hi-Power Air Cooling Solution 
for Switch
Heatpipe/VC module : 400W ➔ 850W

VC Solution for Radio Base 
Station Product 
VC : 100W ➔ 255W

應用 : 網通產品

430 W HP solution 500 W HP solution

103 W 152 W

13 W

850 W VC solution

225 W

23 W

現在 未來
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簡報者
簡報註解
最後はネットワーク向け製品です。
最初の写真はヒートパイプとベイパーチャンバーを組み合わせた製品です。
2番目、3番目はいずれも無線やネットワークカード向けの新しいベイパーチャンバーです。
同様にこれらの製品により、散熱性能が向上、お客様からの要求に応えることができるようになりました。（次のページ）



1U
2U

VC Module
600 ~850 Watts

3D VC
1,000 ~1,400 Watts

D8 HP Module
200 ~ 450 Watts

3D VC Fin
800 ~1,000 Watts

| | | | |

2024 2025 2026 2027 2028

NCCI高瓦數氣冷方案
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簡報者
簡報註解
弊社における高ワット帯の製品動向です。
今後も高ワット帯への製品要求が多くなると予想され、ヒートシンクモジュールについて、1ユニットから2ユニットへ、単純なヒートパイプやベイパーチャンバーを使ったヒートシンクモジュールから3DVCや3D VC Finといった製品が増えて行きます。
技術的な難易度は高くなりますが、弊社の開発部門ではこれらすべてに対応しており、お客様からの量産化要求に対してもタイムリーに対応できるよう、開発、生産体制を準備しております。（次のページ）



水冷產品

13

GPU & CPU LCM 
Engineering Testing Fixture CPU LCM & Standard Cold plate

CPU LCM ASIC & PCIE LCMInner Manifold
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簡報者
簡報註解
水冷について簡単に触れさせて頂きます。
弊社の今後注力すべき分野として、水冷、特にLCMを中心としたビジネスを拡大を進めております。
ニデック本体との開発体制が確立されており、中国の昆山工場では今後、LCMの量産が徐々に拡大して行きます。（次のページ）



經營實績 營收淨額
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簡報者
簡報註解
最後に財務の状況です。
上記は2025年上半期までの売上および粗利率、純利益率の推移になります。
コロナ後のゲーム機、PC需要の低迷などにより2024年以降は厳しい状況が続いております。
今後は先程ご説明させ頂いた、サーバー、ネットワーク向け製品や水冷向けLCLを伸ばして行くことで、同時に財務成績も改善して行きたいと考えております。


以上、簡単ではありますが、NCCIの会社紹介になります。
只今よりQ＆Aのセッションに移ります。ご質問のある方はお名前の後に




Q & A

152025/08/29



2025/08/29
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